
























































































































































专利名称(译) 具有电互连的气密晶片间结合

公开(公告)号 CN102986013A 公开(公告)日 2013-03-20

申请号 CN201180032510.1 申请日 2011-04-28

[标]申请(专利权)人(译) 美敦力公司

申请(专利权)人(译) 美敦力公司

当前申请(专利权)人(译) 美敦力公司

[标]发明人 DA鲁本
MF马特斯
JR史密斯

发明人 D·A·鲁本
M·F·马特斯
J·R·史密斯

IPC分类号 H01L21/60 A61B5/00 H01L21/768 H01L23/00 H01L21/98 A61N1/375

CPC分类号 H01L2924/01088 H01L2224/13023 H01L2924/0105 H01L2224/13022 A61N1/375 H01L2924/01045 
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H01L2224/92 H01L25/50 A61B5/0402 H01L2924/3011 H01L24/81 A61B5/00 H01L24/32 H01L24/27 
H01L2224/9202 H01L24/83 H01L2924/01033 H01L2924/01078 H01L2224/114 H01L2224/8121 H01L24
/80 H01L2224/9212 H01L23/564 H01L2924/01023 H01L2924/01046 H01L2924/01055 H01L2924
/01082 H01L2924/01004 H01L2224/13007 H01L2924/01018 H01L2924/01002 H01L2224/116 
H01L2224/05666 H01L2924/01019 H01L2924/01029 H01L2224/29111 H01L24/11 H01L2924/014 
H01L2924/01024 H01L2924/01072 H01L2224/05644 H01L2924/0001 H01L24/03 H01L2924/01047 
H01L2224/83194 H01L2924/01079 H01L24/05 H01L24/13 H01L2224/81815 H01L24/16 H01L2924
/01005 H01L2924/01006 H01L24/29 H01L2924/0102 H01L21/76898 H01L2924/01014 H01L2224
/83894 H01L2224/13021 A61N1/37512 H01L2224/13016 H01L2224/131 H01L2224/16111 H01L2224
/80896 H01L2224/81193 H01L2224/9205 H01L2924/00014 H01L2924/0002 H01L2924/12041 
H01L2924/14 H01L2224/80 H01L2224/81 H01L2924/01028 H01L2924/00 H01L2224/05552 H01L2224
/80001 H01L2924/00012

代理人(译) 张欣

优先权 61/328973 2010-04-28 US
61/328981 2010-04-28 US
13/096968 2011-04-28 US

其他公开文献 CN102986013B

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明公开了一种可植入医疗设备（IMD）。该IMD包括第一衬底，第一衬底具有前侧和后侧。在前侧中形成第一通孔，该通孔从
位于前侧的底部点延伸至位于前侧的表面处的第一高度。在第一通孔中形成第一导电板，且第一导电板具有低于第一高度的暴露的
顶部表面。第二衬底耦合至第一衬底，第二衬底具有形成在前侧中的第二通孔，该通孔从前侧的底部点延伸至位于前侧表面的第二
高度。在第二通孔中形成第二导电板，且第二导电板具有低于第二高度的暴露的顶部表面。被耦合的衬底被加热，直到一个或两个
导电板的一部分回流、去湿、凝聚、并合并来形成互连、气密密封、或两者，这取决于设备的要求。
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